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Università di Bologna  

Dipartimento d’Ingegneria Industriale
• Additive Manufacturing, 

• Metallurgia delle leghe metalliche, 

• Trattamenti di modifica superficiale, 

• caratterizzazione meccanica e tribologica.

CNR-IC
• Caratterizzazione avanzata dei rivestimenti 

mediante tecniche X-ray/GIWAXS.

STS Srl
• Supporto alla deposizione industriale dei 

rivestimenti Ni-P/DLC.

MUVE nasce 

dall’integrazione tra:

• competenze universitarie,

• caratterizzazione 

avanzata 

• processi industriali di 

coating
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Componenti prodotti mediante PBF-LB possono 

presentare:

• rugosità superficiale elevata; 

• difetti superficiali e sub-superficiali; 

• attrito e usura elevati; 

• riduzione della vita utile del componente. 

L’Additive Manufacturing (AM) metallico permette di produrre

componenti leggeri e con geometria complessa, ma le superfici

restano un limite.

Un componente AM necessita di una 

superficie funzionale, resistente e «ripetibile»
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Nel progetto MUVE è stato sviluppato e

validato un rivestimento multilayer Ni-P +

DLC per componenti AM.
➢ interstrato Ni-P per adesione, supporto al carico 

e copertura di geometrie complesse; 

➢ topcoat DLC per ridurre, corrosione attrito e 

usura; 

➢ ciclo completo: PBF-LB → finitura → Ni-P → 

DLC e Trattamento Termico → validazione. 

Raggiungendo un TRL 7  
(dimostrazione in ambiente industriale su prototipi reali).

Top layer 1 - 5 µm
(a-C:H)DLC, PA-CVD

(Tdeposition: 150 - 180 °C)

•High load-bearing capacity

•High adhesion on substrate

•High deposition penetration

•Good wear resistancePBF-LB Material

Ni-9%P

DLC

Interlayer 20 - 30 µm
electroless Ni-P interlayer

(Tdeposition: 90°C)

• Excellent hardness 

• Excellent wear resistance
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La tecnologia è stata provata su 

componenti reali

❖ Piastra sterzo motociclistica in AlSi10Mg, 

con geometria complessa.

❖ Vite in AISI 316L con canali interni per 

flusso di lubrificante o raffreddamento.

• Possibilità rivestire con il Ni-P geometrie complesse

• Buona adesione e continuità del coating multilayer; 

• Compatibilità con le microstrutture AM; 

• Processo riproducibile in ambiente industriale; 

• Miglioramento della stabilità tribologica nelle prove 

di serraggio. 
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La tecnologia è già trasferibile, ma va adattata al componente e 

alla funzione d’uso.
Adattamenti:

• scelta delle zone funzionali da rivestire; 

• ottimizzazione della finitura superficiale pre-coating; 

• compensazione dimensionale dello spessore del rivestimento; 

• verifica su condizioni reali di carico, attrito, usura e ambiente; 

• eventuale redesign del componente in ottica AM + coating. 

Partner:

• azienda utilizzatrice del componente; 

• service di additive manufacturing; 

• partner per coating industriale. 
Downfacing

Upfacing

Root
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Settori con potenziali interessi
• Automotive e motorsport 

• Macchine utensili 

• Packaging e automazione industriale 

• Aerospace

• Componenti meccanici soggetti a usura, attrito o lubrificazione critica 

Benefici
➢ Aumento efficienza: minori perdite per attrito. 

➢ Maggiore affidabilità: comportamento più stabile in esercizio. 

➢ Sostenibilità: più lunga vita utile dei componenti e minori perdite per attrito

➢ Riduzione costi: minore usura e minore sostituzione/manutenzione dei 

componenti. 
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